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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成22年4月22日(2010.4.22)

【公表番号】特表2009-529752(P2009-529752A)
【公表日】平成21年8月20日(2009.8.20)
【年通号数】公開・登録公報2009-033
【出願番号】特願2008-558368(P2008-558368)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ  20/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ  20/10    　　　Ｚ
   Ｇ１１Ｂ  20/10    ３０１Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年3月3日(2010.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）用の集積回路（ＩＣ）であって、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＤに関する処理を行う第一のプロセッサと、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記第一のプロセッサと接続されるハードディスクコントロー
ルモジュール（ＨＤＣモジュール）と、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続される第二のプロセッサと、
　前記ＩＣに組み込まれた有線ネットワークインタフェースモジュールと、を含み、
　前記有線ネットワークインタフェースモジュールは、
　　前記第二のプロセッサと接続されるメディアアクセスコントロールモジュール（ＭＡ
Ｃモジュール）と、
　　前記ＭＡＣモジュールと出力と接続され、前記出力と接続される第一、第二、第三、
および第四の送受信機を含む物理層モジュール（ＰＨＹ）と、を含み、
　前記第二のプロセッサは、前記有線ネットワークインタフェースモジュールが受信した
パケットを処理する、
ＩＣ。
【請求項２】
　前記第一、第二、第三、および第四の送受信機それぞれと前記出力と接続される第一、
第二、第三、および第四のハイブリッドをさらに含む、請求項１に記載のＩＣ。
【請求項３】
　前記有線ネットワークインタフェースモジュールは、１秒につき少なくとも１ギガビッ
トの速度でデータを送受信する、請求項１または２に記載のＩＣ。
【請求項４】
　前記有線ネットワークインタフェースモジュールは、１秒につき少なくとも１０ギガビ
ットの速度でデータを送受信する、請求項１から３のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項５】
　前記有線ネットワークインタフェースモジュールは、Ｉ．Ｅ．Ｅ．Ｅ．セクション８０
２．３ａｂに準拠する、請求項１から４のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項６】
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　前記第一のプロセッサおよび前記ＨＤＣモジュールの少なくともいずれかは、ハイパー
テキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、ピアツーピア共有プロトコル、およびインターネ
ットプロトコルに基づくＳｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ｉＳＣＳＩ）の少なくともいずれかを利用して
前記パケットを処理する、請求項１から５のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項７】
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続されるスピンドル／ボイスコイル
モータモジュールをさらに含む、請求項１から６のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項８】
　前記第二のプロセッサは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、ピアツーピ
ア共有プロトコル、およびインターネットプロトコルに基づくＳｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ｉＳＣＳ
Ｉ）の少なくともいずれかを利用して前記パケットを処理する、請求項１から７のいずれ
かに記載のＩＣ。
【請求項９】
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続される読み書きチャネルモジュー
ルをさらに含む、請求項１から８のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載のＩＣをプリント回路基板（ＰＣＢ）上に含むＰＣＢ
。
【請求項１１】
　前記ＩＣと接続されるＲＪ‐４５コネクタを前記ＰＣＢ上にさらに含む、請求項１０に
記載のＰＣＢ。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載のＰＣＢを含むシステムであって、ハードディスクドライ
ブアセンブリ（ＨＤＡ）をさらに含み、
　前記ＨＤＡは、
　　前記ＩＣの読み書きチャネルモジュールと接続されるプリアンプモジュールと、
　　前記ＩＣのスピンドル／ボイスコイルモータモジュールと接続されるスピンドルモー
タと、
　　前記ＩＣのスピンドル／ボイスコイルモータモジュールと接続される読み書きアーム
と、
　前記読み書きアーム上に配置され、前記プリアンプモジュールと接続される読み書き部
材と、を含むシステム。
【請求項１３】
　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）用の集積回路（ＩＣ）であって、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＤに関する処理を行う第一のプロセッサと、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記第一のプロセッサと接続されるハードディスクコントロー
ルモジュール（ＨＤＣモジュール）と、
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続される第二のプロセッサと、
　前記ＩＣに組み込まれた無線ネットワークインタフェースモジュールと、を含み、
　前記無線ネットワークインタフェースモジュールは、
　　前記第二のプロセッサと接続されるメディアアクセスコントロールモジュール（ＭＡ
Ｃモジュール）と、
　　前記ＭＡＣモジュールと接続され、１秒につき少なくとも１ギガビットの速度で動作
できる無線周波数（ＲＦ）送受信機を含む物理層モジュール（ＰＨＹ）と、を含み、
　前記第二のプロセッサは、前記無線ネットワークインタフェースモジュールが受信した
パケットを処理する、
ＩＣ。
【請求項１４】
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　前記第一のプロセッサおよび前記ＨＤＣモジュールの少なくともいずれかは、ハイパー
テキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、ピアツーピア共有プロトコル、およびインターネ
ットプロトコルに基づくＳｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ｉＳＣＳＩ）の少なくともいずれかを利用して
前記パケットを処理する、請求項１３に記載のＩＣ。
【請求項１５】
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続されるスピンドル／ボイスコイル
モータモジュールをさらに含む、請求項１３または１４に記載のＩＣ。
【請求項１６】
　前記第二のプロセッサは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、ピアツーピ
ア共有プロトコル、およびインターネットプロトコルに基づくＳｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｍｏｄｕｌｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ｉＳＣＳ
Ｉ）の少なくともいずれかを利用して前記パケットを処理する、請求項１３から１５のい
ずれかに記載のＩＣ。
【請求項１７】
　前記ＩＣに組み込まれ、前記ＨＤＣモジュールと接続される読み書きチャネルモジュー
ルをさらに含む、請求項１３から１６のいずれかに記載のＩＣ。
【請求項１８】
　請求項１３から１７のいずれかに記載のＩＣをプリント回路基板（ＰＣＢ）上に含むＰ
ＣＢ。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のＰＣＢを含むシステムであって、ハードディスクドライブアセンブ
リ（ＨＤＡ）をさらに含み、
　前記ＨＤＡは、
　　前記ＩＣの読み書きチャネルモジュールと接続されるプリアンプモジュールと、
　　前記ＩＣのスピンドル／ボイスコイルモータモジュールと接続されるスピンドルモー
タと、
　　前記ＩＣのスピンドル／ボイスコイルモータモジュールと接続される読み書きアーム
と、
　前記読み書きアーム上に配置され、前記プリアンプモジュールと接続される読み書き部
材と、を含むシステム。
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